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I. 회사의 현황 

1. 회사의 목적 

ㄱ. 폴리이미드 필름 및 관련 가공제품의 연구개발, 생산 및 판매 

ㄴ. 부동산임대업 

ㄷ. 폴리이미드 수지 및 관련 가공제품의 연구개발, 생산 및 판매 

ㄹ. 노우하우, 기술의 판매 및 임대 

ㅁ. 기타 위 각호에 부대하는 사업 

 

 

2. 중요한 사업의 내용 

가. 업계의 현황 

(1) 영업개황 및 주요사업부문 

당사의 전신인 코오롱인더스트리(주)와 SKC(주)는 각각 2000 년대 초반부터 PI(Polyimide) 

필름의 개발에 착수했으며, 각 사는 2006년 경 본격적인 사업화를 시작했습니다. 이후 2008년 

6 월, PI(Polyimide) 필름 산업에서의 글로벌 경쟁력 강화를 위해 코오롱인더스트리(주)와 

SKC(주) 양사는 각각의 PI(Polyimide) 필름 사업부를 분할, 합병하여 

에스케이씨코오롱피아이(주)를 설립했으며, 2020 년 3 월 (주)코리아피아이홀딩스로 

최대주주가 변경됨에 이어 2020 년 5 월 피아이첨단소재(주)로 사명을 변경하였습니다. 

2023 년 12 월에는 현 최대주주인 (주)아케마코리아홀딩으로 최대주주가 변경되었습니다. 

기존 주주사에서 40 여년간 축적해온 화학과 필름 기반의 기술력을 이어 받아 설립된 국내 

유일의 PI(Polyimide) 필름 제조사인 당사는 독자적인 기술과 전방산업의 요구에 대한 

적극적인 대응을 통해 경쟁력을 키워오며 일본, 미국의 선진 기업들과 경쟁함으로써 해외 

업체에 종속되어 있던 PI(Polyimide) 필름 관련 산업이 자생력을 갖출 수 있도록 하였습니다. 

당사는 2014 년부터 글로벌 PI(Polyimide)필름 시장 점유율 1 위의 지위를 유지하고 있으며, 

앞으로도 모바일, 디스플레이, 반도체, 2 차전지 등 국내외 전방 산업이 필요로 하는 소재를 

지속적으로 개발, 공급함으로써 현 지위를 더욱 공고히 할 것입니다. 
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당사의 제조 제품은 PI(Polyimide) 필름, PI(Polyimide) 바니쉬, PI(Polyimide) 파우더/성형품 

및 관련 가공제품이며, 기초 소재 특성상 광범위한 산업 분야에 널리 적용되고 있습니다. 전방 

산업에 대한 구분은 PI(Polyimide) 필름이 적용되는 주요 시장을 기준으로 설명드리겠습니다. 

 

1) FPCB (Flexible Printed Circuit Board, 연성회로기판) 용도 

PI(Polyimide) 필름이 대상으로 하는 시장 중 그 규모가 가장 큰 시장은 연성회로기판(FPCB: 

Flexible Printed Circuit Board) 용도 시장입니다. FPCB 는 RPCB(Rigid Printed Circuit Board) 

대비 얇은 두께와 가벼운 무게를 갖고 있으며, 유연성이 좋고집적도가 높아 모바일 기기의 

고성능 집적화 트렌드에 부합하는 부품이라고 할 수 있습니다. PI(Polyimide) 필름을 기준으로 

한 FPCB 용도 시장은 커버레이(Coverlay), 3 층 FCCL(FCCL: 연성동박적층판, Flexible Copper 

Clad Laminate), 2 층 FCCL, 보강판(Stiffener) 등과 같이 구분할 수 있습니다. PI(Polyimide)와 

동박(구리)을 함께 붙인구조의 제품을 FCCL 이라고 하며, PI(Polyimide)층과 구리층의 형성 

방법 또는 붙이는 방법에 따라 3 층 FCCL 과 2 층 FCCL 을 구분합니다. 이렇게 제조된 FCCL 의 

동박면에 회로를 형성한 후 회로 보호를 위해 덮는 소재를 커버레이라고 하는데, 커버레이는 

PI(Polyimide) 필름에 접착제를 도포한 형태의 제품입니다. 커버레이 용도 수요는 FPCB 단면 

면적과 비례하여 전체 시장 증가에 따라 함께 증가하고 있으며, 전방 산업 요구에 따라 

초극박(10 ㎛ 이하 두께) PI(Polyimide) 필름, 유색(Black) PI(Polyimide) 필름 등 고부가 제품의 

비중이 증가하는 추세입니다. 2 층 및 3 층 FCCL 용도는 IT 기기의 다양화 및 자동차의 전장화에 

따라 수요가 확대되고 있으며, 당사는 자체적인 기술력 확보와 고객 제휴를 통해 박막화, 

고집적화에 유리한 PI(Polyimide)필름 개발 및 마케팅 활동을 전개하고 있습니다. PI(Polyimide) 

필름은 FPCB 에서 전도체 역할을 하는 동박층을 지지하는 지지체(Substrate)임과 동시에 회로 

방향이 아닌 곳으로 통전이 일어나지 않게 하는 절연체(Insulator) 역할을 합니다. 보강판의 

경우 FPCB 또는 기타 부품을 지지하기 위해 부품의 배면 및 단부에 부착됩니다. 

FCCL 및 FPCB 제조 공정은 Roll-to-Roll 공정상 물리적인 장력을 받으면서 270℃를 넘는 

고온과 화학 물질의 접촉이 필수적으로 수반되는 환경 조건이며 이러한 공정 중에서도 변하지 

않고 그 성질을 유지해야 하는데, 이는 PI(Polyimide) 필름만이 FCCL 과 FPCB 의 핵심 소재로 

쓰일 수 밖에 없는 이유입니다. 일부 제한된 FPCB 용도에서 다른 소재가 쓰이는 경우가 있으나, 

상용화된 플라스틱 소재 중 PI(Polyimide) 필름을 전면 대체할 수 있는 소재는 현재까지 

없습니다. 당사 제품의 직접고객사는 FCCL 제조 업체로, FCCL 제조 업체는 FPCB 업체의 주요 
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Supplier 입니다. FCCL 과 FPCB 를 거친 PI(Polyimide) 필름은 궁극적으로 디스플레이 모듈, 

카메라 모듈을 비롯한 모듈 업체를 통해 최종적으로 스마트폰, 태블릿, 자동차, 디스플레이, 

PC & Laptop 등과 같은 세트 업체에게 제공됩니다. 당사는 이와 같은 공급 채널 상에서 

수요자의 주문 및 요구에 맞는 PI(Polyimide) 필름을 생산하여 공급해야 하므로, 전방 업체의 

오더에 대한 품질 및 납기를 준수하는 것은 물론, 전방 업체들과의 지속적인 기술 교류가 

사업을 유지하는 중요한 열쇠가 됩니다. 

 

 

2) 방열시트 용도 

PI(Polyimide) 필름이 적용된 방열시트의 정식 제품 명칭은 '인조 그라파이트 시트(Artificial 

/ Pyrolytic / Synthetic Graphite Sheet)'입니다. 인조 그라파이트 시트는 PI(Polyimide) 필름을 

고온에서 태운 후 흑연화하는 방식으로 제조되는데, 이때의 제조 공정 중 PI(Polyimide) 필름의 

다른 성분들은 제거되고 탄소 성분만이 남아 인조 그라파이트 시트를 구성하게 됩니다. 

IT 기기에 주로 적용되는 방열소재는 크게 4 가지가 있습니다. 첫번째로, 가장 널리 사용되는 

소재는 금속류를 가공한 방열소재입니다. 열전도도가 높고 가격이 저렴한 알루미늄과 같은 

금속 소재를 가공하여 사용되며, 박형으로 제작된 소재에 지지체인 필름류를 부착하거나 

접착제층을 구성하여 발열 부위에 적용합니다. 저렴하고 구하기 쉬운 소재임에 비해 밀도가 

높아 무겁고 박막화가 어려우며, 표면이 거칠고 통전 문제를 야기할 수 있습니다. 두번째는 

실리콘에 방열기능을 부여한 방열소재입니다. 실리콘에 금속 입자를 넣거나 실리콘과 

금속박을 합지하는 방식으로 제조하며, 방열 외 다른 기능을 부여할 수 있으나 두꺼운 두께가 

단점입니다. 세번째는 흑연으로부터 제조하는 천연 그라파이트 시트입니다. 광산에서 채굴한 

흑연에 열과 압력을 부여하여 필름(시트)화 하는 방식으로 제조되며, 인조 그라파이트 시트 

대비 절반 이하의 저렴한 가격이 장점이나 열성능이 떨어지고 상용가능 두께가 제한적이라는 

단점이 있습니다. 네번째는 PI(Polyimide) 필름을 이용한 인조 그라파이트 시트 입니다. 인조 

그라파이트 시트는 금속인 구리에 대비 2~4 배, 알루미늄에 대비 3~7 배, 천연 Graphite 보다 

2 배 높은 열전도도를 가지며, 상용화된 방열소재 중 가장 열전도성이 뛰어난 물질이자 가장 

가벼운 무게와 얇은 두께의 구현이 가능한 소재입니다. 다만, 높은 가격으로 인해 CPU, 

플래그쉽 스마트폰 등 고부가 시장 분야로 시장이 제한되는 부분이 있었습니다. 하지만, 인조 

그라파이트 시트의 높은 가격에도 불구하고 우수한 방열 성능과 얇은 두께로 인하여 2014 년 
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이후 그 수요가 급격하게 증가되었고, 이는 인조 그라파이트 시트를 제조하는 양산 업체의 

급격한 증가를 불러옴과 동시에 인조 그라파이트 시트의 가격 하락, 적용처 확대라는 선순환 

구조로 이어지는 추세입니다. 인조 그라파이트 시트 업체는 Roll 형태의 PI(Polyimide) 필름을 

Roll-to-Roll 방식으로 투입, 탄화 및 흑연화를 거쳐 인조 그라파이트 시트를 제조합니다. 

이렇게 제조된 인조 그라파이트 시트는 전방업체의 요구에 따라 코팅, 합지 등의 공정을 

거치며 각 부품 형태에 맞게 재단(타발, 톰슨 가공)한 후 전방의 부품 업체로 납품됩니다. 최종 

제품은 스마트폰을 비롯한 Portable 모바일 기기 및 기타 IT 기기 등으로 발열 문제로 인해 열 

관리가 필요한 부품에 부착되는 식으로 적용되며, 자동차 전장화 가속화에 따른 발열 문제의 

해결 Solution 으로 인조 그라파이트 시트 사용 가능성 또한 기대됩니다. 

 

 

 

3) 디스플레이 용도 

디스플레이를 구성하는 부품 중 CoF(Chip On Film)는 디스플레이의 영상 신호를 디스플레이 

패널에 전달하는 구동회로로서, PI(Polyimide) 필름 위에 금속층을 Sputter 하고 구리를 

도금하여 FCCL 을 만든 후 회로를 형성하여 그 위에 구동 Chip 을 얹은 부품입니다. CoF 용도 

시장은 디스플레이 시장의 성장세 둔화로 인해 수년간 침체를 거듭했으나, 2013 년 

디스플레이 해상도가 UHD 로 확대되고 2017 년 이후 4K, 8K 로 발전함과 동시에 최근 

LCD 에서 OLED 로 디스플레이 패널 기술이 변화하면서 높은 해상도를 지원하기 위한 CoF 의 

적용이 급속히 증가하고 있어, 회사가 적극 대응 및 양산 공급하고 있는 시장입니다. 또한, 

Foldable 폰과 같은 Flexible OLED Display 패널에서 유리를 대체하는 Substrate 소재로 

PI(Polyimide) 바니쉬가 적용되고 있으며, 특히 PI(Polyimide) 바니쉬층의 보호를 위한 

Backplate 필름 및 Cushion 필름은 2018 년 이후 당사가 전세계적으로 독점 개발 및 공급 

중인 용도로서, Flexible Display 시장의 본격적인 개화와 함께 PI(Polyimide) 필름과 바니쉬의 

높은 매출 성장이 기대됩니다. 

 

4) 첨단 산업 용도 

첨단 산업용 시장은 PI(Polyimide) 필름이 최초 적용되기 시작했던 우주 항공 용도를 포함하여 

전기 절연용, 공정 부자재용, Tape 및 공정용, EV(Electric Vehicle)용 등을 총칭하나, 하기 
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설명에서는 적용분야의 유사성을 감안하여 전기 절연용, Tape 및 공정용, EV(Electric 

Vehicle)용, 기타와 같이 구분하였습니다. 대형 모터의 발전기나 몰드 변압기와 같은 고전압 

기기는 선박, 군수, 철도, 발전, 산업(기계, 설비) 등 다양한 분야에 적용되는데, 이러한 

발전기와 변압기의 내부는 전기가 통하거나 보관되는 도체와 그 도체에서의 누전을 방지하는 

절연물이 함께 사용됩니다. 이러한 절연물은 기기에서 필요로 하는 전력 또는 전압에 따라 

절연 등급이 결정되는데, 높은 절연 등급(통상 H 종 이상의 절연 등급)을 필요로 하는 

용도에서는 PI(Polyimide) 필름이 다른 절연물과 함께 복합적으로 적용됩니다. 전기절연용 

시장은 지속적으로 유지되는 물량이 있는 반면, 고속철도, 풍력발전 등 프로젝트성 오더의 

경우 그 프로젝트의 특성에 따라 PI(Polyimide) 필름의 사용 물량 및 적용 기간이 결정됩니다. 

PI(Polyimide) 필름을 사용하여 제작된 Tape 은 타 기재를 사용한 Tape 과 비교하여 작은 

부피에서도 높은 절연 성능을 낼 수 있기 때문에 Battery 절연, 반도체, 컨덴서 등의 분야에 

적용됩니다. 이 중에는 한 번 쓰여지고 버려지는 Solder Masking 과 같은 용도도 있는 반면에, 

반도체 용도와 같이 부가가치가 높고 신뢰성이 중시되는 용도도 존재하며, Portable 모바일 

기기 시장의 확대와 함께 Battery 용도에서의 적용량은 매년 꾸준히 증가하는 추세입니다. 

이와 같이 Tape 용도는 적용 분야의 다변화와 함께 시장의 성장이 동반되고 있으며, 박막화, 

고도화 추세에 부응하여 PI(Polyimide) 필름의 새로운 용도로 부상하고 있습니다. 이외에도 

공정용 PI(Polyimide) 필름의 경우, 고온 또는 화학 처리를 필요로 하는 Roll-to-Roll 공정에서 

설비의 가동을 보조하기 위한 용도로 많이 사용되며, 반도체 공정용 Tape(QFN Tape) 및 

MLCC(Multi Layer Ceramic Condenser,적층세라믹콘덴서) 등 고온환경의 제조 공정에서도 

사용됩니다. EV(Electric Vehicle)를 대표로 전장용 PI(Polyimide) 필름 시장은 자동차 내에 

다양한 용도 및 부품에 사용되고 있습니다. 전장용 PI(Polyimide) 필름 시장 내에서 가장 큰 

시장은 EV(Electric Vehicle)용 Battery(2 차전지) 절연 Tape 시장입니다. 각국의 환경 및 경제 

정책에 따라 내연기관 자동차의 점진적 퇴출과 EV(Electric Vehicle) 육성이 본격화 되고 

있으며, 향후 EV(Electric Vehicle) 산업의 급격한 성장에 따라 EV(Electric Vehicle) Battery 산업 

및 관련 소재 산업 수요 역시 폭발적인 증가 추세가 예상됩니다. EV(Electric Vehicle)용 

2 차전지의 경우 높은 내열성과 동시에 배터리 셀(Cell)간의 통전을 막기 위한 높은 전기 

절연성 등 안전성과 신뢰성에 관련된 물성이 요구되고 있으며, PI(Polyimide)는 이에 부합하는 

가장 높은 수준의 물성을 갖춘 슈퍼엔지니어링 플라스틱 소재입니다. EV(Electric Vehicle) 

Battery 절연테이프 외에도 PI(Polyimide) 필름은 전장에 들어가는 각종 센서, 카메라, LED 램프, 
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변속기, 안테나, BMS(Battery Management System), 자율주행 모듈 등 전장용 FPCB(Flexible 

Printed Circuit Board)가 확대됨에 따라 그 사용이 증가하고 있습니다. 뿐만 아니라, 

PI(Polyimide) 필름 형태가 아닌 액체 상태의 PI 바니쉬(PI Varnish)가 EV(Electric Vehicle) 

모터(Motor)에 사용되는 에나멜 전선 케이블(Enamel Cable)의 코팅 소재로 사용되고 있으며, 

전장용 반도체 패시베이션(Passivation) 소재로 그 사용 영역이 계속해서 확대되고 있습니다. 

또한, 분말 상태의 PI 파우더(PI Powder)를 고온, 고압의 프레스로 가공한 판재, 봉재, DF(Direct 

Forming) 등의 성형품은 베어링, 볼트, 가스켓 등의 형태로 가공되어 디스플레이, 반도체, 

자동차 산업 등의 장비 및 부품으로 다양하게 적용되고 있습니다. 이외에도 당사는 Flexible 

Solar Cell, 연료전지 등과 같이 전방산업의 미래 시장에서 필요로 하는 다수 용도에 대해 연구 

개발을 진행하며 차세대 시장의 도래에 앞서 준비를 하고 있습니다. 

 

나. 회사의 현황 

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분 

당사는 PI(Polyimide) 필름과 바니쉬, 파우더/성형품 제조를 주요 사업으로 하고 있습니다. 

일반적인 플라스틱보다 높은 강도와 열적 안정성을 가짐으로써 금속을 대체하거나 전기 전자 

분야와 같은 공업적 용도에 적용할 수 있는 플라스틱을 엔지니어링 플라스틱이라고 합니다. 

PI(Polyimide)는 엔지니어링 플라스틱 중에서도 그 특성이 보다 우수한 슈퍼엔지니어링 

플라스틱으로 분류되며, PI(Polyimide)를 필름 형태로 제조한 PI(Polyimide) 필름은 상용화된 

플라스틱 필름 중에서 가장 뛰어난 물성을 갖고 있습니다. 특히 약 -269℃부터 400℃까지의 

온도 구간에서 사용이 가능한 내한, 내열성을 가장 큰 특징으로 하며, 외부의 물리적, 열적 

자극에도 형태와 치수를 유지하는 치수 안정성, 전기적 특성, 내화학성 등을 기반으로 한 

뛰어난 내구성으로 장기간 사용시에도 높은 수준의 신뢰성을 보여줍니다. 

이러한 PI(Polyimide) 필름은 우주, 항공 용도에 적용하기 위해 1960 년대에 개발된 소재로, 

수십년간 우주 항공 및 산업용도와 같은 특수 분야 위주로 적용되었으나, 1990 년대 들어 

FPCB 의 상업화에 따라 PI(Polyimide) 필름의 적용 범위가 크게 확대되었습니다. 휴대폰으로 

대표되는 Portable 모바일 기기 시장의 폭발적인 성장은 FPCB 시장의 성장을 견인하였으며, 

이는 FPCB 의 후방 산업인 FCCL 과 PI(Polyimide) 필름의 급격한 수요 증가를 가져왔습니다. 
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이후 최근에는 PI(Polyimide) 필름을 적용한 방열시트(인조 그라파이트 시트) 시장이 급격하게 

증가하는 등 PI(Polyimide) 필름의 적용 분야는 점점 더 확대되고 다양해지는 추세입니다.. 

 

(2) 시장점유율 

PI(Polyimide) 필름 시장점유율은 JMS Report(야노경제연구소 추정치 사용) 및 당사 

추정자료를 사용하여 판매량을 기준으로 산정하였습니다. 

(단위: %) 

2023 년 

당사 K 社(일본) T 社(일본) D 社(미국) 기타 합계 

28.9% 11.0% 8.9% 6.9% 44.2% 100.0% 

 

(3) 시장의 특성 

PI(Polyimide) 필름의 최대 수요처는 전자부품으로 사용되는 FPCB 시장이므로, 전방 산업인 

전자산업의 경기 변동의 영향을 받습니다. 전자산업 중에서도 모바일(휴대폰, 태블릿 등) 

시장의 비중이 가장 크기 때문에 모바일 기기의 경기 영향을 가장 크게 받긴 하나 자동차 

전장용, 디스플레이, PC, Laptop 등과 같이 FPCB 도 그 수요처와 품종이 다변화되어 개별 

제품군의 경기보다 전반적인 경기에 의한 영향을 받는 편입니다. 또한 PI(Polyimide) 필름은 

FPCB 및 전자부품 외 전기 절연용, 방열소재 등의 시장에도 적용되므로, 이러한 기타 시장의 

수요가 특정 용도에서의 경기 변동에 대한 완충 효과를 보여주기도 합니다. PI(Polyimide) 

필름은 Chemical 과 부품 사이를 잇는 원자재 특성상 소재 단계에서 급격한 변화를 거치지는 

않으며, 장기적인 추세에 따라 점진적으로 변하는 것이 일반적입니다. 1960 년대 Dupont 에 

의해 개발된 가장 기본적인 구조의 PI(Polyimide) 필름을 기초로 하여, 이의 후속모델이자 

당사 및 경쟁사들의 주력 제품인 FPCB 용 PI(Polyimide) 필름은 2000 년대 초반부터 지금까지 

전체 PI(Polyimide) 필름 생산 물량 중 상당한 물량 비중을 차지하고 있습니다. 또한, 

전방산업인 전자제품 시장의 소형화, 고도화 요구에 의해 보다 얇은 박막 PI(Polyimide) 필름의 

수요가 최근 수 년 사이에 대두되어 급격히 증가하고 있으며, 전자기기의 발열 이슈에 

대응하기 위한 인조 그라파이트 시트 PI(Polyimide) 필름의 생산 판매 물량은 FPCB 용 

PI(Polyimide) 필름을 넘어서고 있습니다. 한편, 기존 PI(Polyimide) 필름으로 대응이 되지 않는 

물성 및 특성이 향상된 PI(Polyimide) 필름에 대한 수요도 급격히 증가하고 있는 추세입니다. 

이와 같이 전방 산업에서 PI(Polyimide) 필름이 보다 고도화될 수 있도록 분위기를 형성해 
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줌과 동시에 연구개발 및 신제품 출시를 견인하고 있으며, 새로운 PI(Polyimide) 필름의 출현은 

기존 PI(Polyimide) 필름의 수요를 잠식하는 것이 아닌 별도의 새로운 시장을 창출하고 있다는 

점에서 상호 구분된 라이프사이클을 갖고 있다고 할 수 있습니다. 또한 기존 일반 PI(Polyimide) 

필름 시장의 경우도 라이프사이클이 하락세를 타는 것이 아니라, '수요 다변화 → 시장 확대 

→ PI(Polyimide) 필름 제조원가하락 → 수요 다변화'의 선순환 과정을 통해 시장 저변이 점점 

넓어지고 있습니다.  

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망 

기존 시장 제품 포트폴리오 다각화 및 신규 적용 시장 등에 대한 PI(Polyimide) 필름, 

PI(Polyimide) 바니쉬 및 파우더 사업 확대를 포함하여 PI(Polyimide) 관련 제품 및 파생 사업 

아이템의 연구개발 및 종적 횡적 확장을 시도함으로써 매출을 지속적으로 확대할 예정입니다. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 영업소 및 공장 현황 

영업소 및 공장의 명칭 
중요 사업내용 

또는 제품 
소재지 

PI첨단소재㈜ 

본점 및 

진천공장, 

연구소 

PI(Polyimide)의 생산  

및 연구개발 
 충청북도 진천군 이월면 고등1길 27 
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구미공장  경상북도 구미시 수출대로 48(공단동) 

서울 

연구소  서울 중구 세종대로 14  

(남대문로5가 253)그랜드 센트럴 B동 16층 
 서울지점 

PI(Polyimide)의 판매, 

회사의 전략 및 경영지원 

 

 

4. 종업원 현황 

 (단위: 명, 백만원) 

직 원 
소속외 

근로자  

비고 
사업 

부문 
성별 

직 원 수 

평균 

근속 

연수 

연간 

급여 

총액 

1인평균 

급여액 
남 여 계 

기간의 정함이 

없는 근로자 

기간제 

근로자 
합 계 

전체 
단시간 

근로자 
전체 

단시간 

근로자 

PI 남 304 - 4 - 308 12.3 33,724 111 

94 42 136 - PI 여 25 - - - 25 7.3 1,764 71 

합 계 329 - 4 - 333 11.9 35,488 108 

 

5. 주식에 관한 사항 

가. 발행한 주식의 종류와 수 

주식의 종류 주식수 금액 구성비 비고 

기명식 보통주식 29,366,322주 14,683백만원 100% - 

 

나. 자본금 변동사항 
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최근 5 년간 해당사항 없습니다. 

 

다. 주식사무 

결산일 12월 31일 

기 준 일 매결산기 최종일 주주명부 폐쇄기간 1월 1일부터 1월 7일까지 

공고방법 회사 인터넷 홈페이지 (부득이한 경우 일간 헤럴드경제신문) 

주식업무 

대행기관 

대리인의 명칭 ㈜하나은행 

사무취급장소 증권대행부 

 

6. 사채에 관한 사항 

- 해당사항 없음 

 

 

 

 

 

 

II. 영업의 경과 및 성과 

1. 영업의 현황 

가. 영업실적 

당기매출액: 2,176 억원 

당기순손실: 18 억원 
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2. 주요 제품의 판매현황 

 

3. 제품 판매실적 

  (단위 : 억원) 

제품 판매구분 
금액 

제16기 제15기 제14기 

PI Film 등 

내수 919 992 1,131 

수출 1,257 1,772 1,888 

합계 2,176 2,764 3,019 

 

 

 

 

4. 차입금 현황 

 

가. 차입금 현황 

   (단위: 백만원) 

단기차입금 유동성장기차입금 장기차입금 합  계 

53,359 - 100,050 153,409 

  (단위 : Ton) 

주요제품 
판매량 

제 16기 제 15 기 제 14 기 

PI Film 등 3,183 3,649 4,437 
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나. 자본시장을 통한 자금조달 

구분 발행일자 발행주식수 
1주의 

발행금액 
조달금액 

해당사항 없음 

 

III. 모회사, 자회사 및 기업결합 사항 

1. 모회사, 자회사 현황 

- 해당사항 없음 

2. 기업집단 해당여부 

- 독점규제 및 공정거래에 관한 법률상 해당사항 없음 

 

 

 

 

 

IV. 최근 3 년간 영업실적 및 재무상태 

1. 영업실적 

(단위: 백만원) 

계정과목 16기 15기 14기 

1. 매출액 217,639 276,440 301,869 

2. 매출원가 192,335 196,877 197,784 
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3. 매출총이익 25,304 79,563 104,085 

4. 판매비와 관리비 29,242 27,428 28,227 

5. 영업이익 -3,938 52,135 75,858 

6. 영업외수익 4,184 11,135 14,255 

7. 영업외비용 6,893 9,292 6,799 

8. 법인세차감전 순이익 -6,647 53,978 83,314 

9. 법인세비용 -4,852 8,268 19,314 

10. 당기순이익 -1,796 45,710 64,000 

 

2. 재무상태 

(단위: 백만원) 

계정과목 16기 15기 14기 

자산총계 517,946 498,997 472,960 

    Ⅰ. 유동자산 128,135 131,678 196,376 

    Ⅱ. 비유동자산 389,810 367,319 276,583 

부채총계 203,027 157,543 147,071 

    Ⅰ. 유동부채 87,959 64,536 108,648 

    Ⅱ. 비유동부채 115,068 93,008 38,423 

자본총계 314,919 341,453 325,889 

    Ⅰ. 자본금 14,683 14,683 14,683 

    Ⅱ. 자본잉여금 109,409 109,409 109,409 

    Ⅲ. 이익잉여금 190,827 217,361 201,797 

부채와 자본총계 517,946 498,997 472,960 

V. 회사가 대처해야 할 과제 
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1 
Global 시장 개척 & 

Synergy 창출 

- ARKEMA 와 협업을 통한 NA, EMEA 시장 진출 

- 필름ㆍ바니쉬ㆍ파우더/성형품 Global 판매 확대 

- Automotive, Aerospace 시장 개척 

2 
필름 및 신규 사업 

경쟁력 강화 

- Timely 한 의사결정, 2 차전지 용도 및 EV 바니쉬 판매 확대 

- 안정적 신제품 런칭, 품질/원가 목표 달성, 신규 설비 조기 안정화 

- Time-to-Market 목표 달성, ARKEMA 와 중장기 R&D 협력 기반 

구축 

- Global 그룹의 일원으로 시스템 및 업무 프로세스 재정비 

- ESG 경영: 무재해 사업장 운영, 친환경/재활용 기술 개발 및 사업화 

3 
조직 역량 강화 및  

문화 재정비 

- 상호 존중 기반 자율적, 수평적 소통 활성화 및 선진 회의문화 정착 

- 업무 효율성 개선을 통한 구성원 만족도 향상  

- 외국어 능력 개발 및 ARKEMA 와 협업 가능한 업무능력 향상 

- Smart Work (장소와 시간에 구애 받지 않고 일하는 근무) 체제 준비 
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VI. 이사 및 감사위원회 위원 현황 

성명 성별 출생년월 직위 
등기임원 

여부 

상근  

여부 
담당업무 주요경력 재직기간 

임기 

만료일 

회사와의  

거래관계 

타법인 

겸직현황 

송금수 남 1968.08 대표이사 사내이사 상근 대표이사 

- 서강대 경영학 학사 

前) SKCKOLONPI㈜ 영업2팀장 

前) 피아이첨단소재㈜ IT소재사업부문장 

前) 피아이첨단소재㈜ 사업부문장 

現) 피아이첨단소재㈜ 대표이사 

2016.01~ 2026.03.22 - - 

양재호 남 1976.06 사외이사 사외이사 비상근 
사외이사 

(감사위원회) 

- Columbia Law School (LLM) 

前) 서울중앙지방법원 판사 

前) 법원행정처 기획조정실 기획제1, 2심의관 

前) 외교부(주유엔대표부 파견, 부장판사) 

前) 부산지방법원 서부지원 부장판사 

現) 김·장 법률사무소 변호사 

2023.03~ 2026.03.22 - 김·장 법률사무소 변호사 

이제원 남 1965.07 사외이사 사외이사 비상근 
사외이사 

(감사위원회) 

- Indiana University School of Law SJD 수료 

前) White & Case LLP 

現) 법무법인 광장 변호사 

現) 국민연금 대체투자위원회/해외투자위원회 위원 

2023.03~ 2026.03.22 - 

법무법인 광장 변호사  

국민연금 

대체투자위원회/해외투자위원회 위원 

오형일 남 1980.09 사외이사 사외이사 비상근 
사외이사 

(감사위원회) 

- Columbia대 회계학 박사 

前) Journal of Law Finance and Accounting 

논문 심사위원 

前) University of Washington 회계학과 교수 

現) KAIST 경영대학 경영공학부 회계전공 교수 

2020.03~ 2023.03.05 - 
KAIST 경영대학 경영공학부  

회계전공 교수 

마크 앙리 

플로랑 슐러 
남 1960.12 

기타 

비상무이사 

기타 

비상무이사 
비상근 

기타 

비상무이사 

- Graduate of the École Supérieure des 

Sciences Économiques et Commerciales 

前)Arkema S.A. 부사장 

現)Arkema S.A. COO 

2023.12~ 2026.03.22 - Arkema S.A. COO 

마리 조세 

돈시온 
남 1971.07 

기타 

비상무이사 

기타 

비상무이사 
비상근 

기타 

비상무이사 

- Graduate of France’s École supérieure  

de commerce de Paris (ESCP Europe) 

前)Alstom SA CFO 

現)Arkema S.A. CFO 

2023.12~ 2026.03.22 - Arkema S.A. CFO 

한현수 남 1971.03 
기타 

비상무이사 

기타 

비상무이사 
비상근 

기타 

비상무이사 

- 서울대학교 사회교육과 학사 

前)주식회사 아케마 HR/GA/PSRA 파트 이사 

現)주식회사 아케마 대표이사 사장 

2023.12~ 2026.03.22 - 

주식회사 아케마 대표이사 사장 

주식회사 아케마코리아홀딩 

대표이사 

보스틱 코리아 유한회사 대표이사 
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VII. 대주주 현황 (2023 년 12 월 31 일 기준) 

 

대주주 소유주식수(주) 지분율 
회사와의 

거래관계 

해당 대주주에 대한 

회사의 출자현황 

㈜아케마코리아홀딩  15,877,400 54.1% - - 

국민연금공단 2,678,215 9.1% - - 

국민은행(신영자산) 380,000 1.3% - - 

NORGES BANK 297,192 1.0% - - 

 

VIII. 회사, 회사 및 자회사 또는 회사의 자회사의 타회사에 대한 출자현황 

- 해당사항 없음 

 

IX. 주요채권자 등 

   (단위 : 백만원) 

채권자명 채권액 비고 
채권자의 회사에 대한 출자 

소유주식수 지분비율 

한국 

산업은행 
130,000 시설/운영자금 차입금          4,653      0.02% 

 

 

 

X. 결산기 후에 생긴 중요한 사실 
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- 해당사항 없음 

 

XI. 기타 영업에 관한 중요한 사항 

2010 년 중 KANEKA CORPORATION(이하 "KANEKA")은 당사의 미국 내 판매와 

관련하여 미국특허 침해금지소송을 미국 현지법원에 제기하였는바, 2015 년 11 월 

19 일에 나온 배심원 평결은 당사의 일부 제품들이 KANEKA 의 특허를 간접침해 

했으며 그 일실이익배상금으로 약 USD 13.5 백만을 배상하라는 결과를 내었습니다. 

에스케이씨 주식회사(이하 “SKC")와 코오롱인더스트리 주식회사(이하 

"코오롱인더스트리")는 한국거래소에 위 손해금액 및 추가 손해금액에 관하여 각각 

50%씩 부담하겠다는 책임 이행에 대한 확약서를 제출하였습니다. 이후 당사는 위 

확약서에 따라 2020 년 해당 금액을 SKC 와 코오롱인더스트리로부터 지급받아 

KANEKA 에게 지급하였습니다. 해당 사건은 추가 손해금액 산정(Accounting for 

Supplemental Damages)을 위한 절차가 진행될 예정이나 관련 일정이 아직 개시되지 

않았으며, 추가 손해금액의 구체적인 규모는 현재로서는 확정하는 것이 불가능한 

상황입니다. 


